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(57) Abstract : The invention relates to a machine (1) suitable for plating a cavity of a semi-conductive or conductive substrate such
as a through via structure, according to a plating process comprising steps consisting of: a) depositing an insulating dielectric layer
in the cavity, b) depositing a layer forming a barrier to the diffusion of the filler metal, ¢) filling the cavity by electrodeposition of a
metal, preferably copper, and d) annealing the substrate, characterised in that the invention comprises a series of wet modules (10-
60) configured to carry out steps a), b) and ¢) by wet process in a chemical bath (B) and at least one additional module (70) suitable
for carrying out step d) of annealing the substrate (S), such that the machine (1) is capable of performing the entire cavity plating
process.
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L'invention concerne une machine (1) adaptée pour métalliser une cavité d'un substrat semi-conducteur ou conducteur telle quune
structure du type via traversant, selon un procédé de métallisation comprenant les étapes consistant a: a)déposer une couche di-
électrique isolante dans la cavité, b)déposer une couche barriére a la diffusion du métal de remplissage, ¢) remplir la cavité par
¢électrodéposition d'un métal, de prétérence du cuivre, et d) effectuer un recuit du substrat, caractérisée en ce qu'elle comprend une
série de modules (10-60) en voie humide configurés pour effectuer les étapes a), b) et ¢) par voie humide dans un bain chimique
(B) et au moins un module complémentaire (70) adapté pour effectuer I'étape d) de recuit du substrat (S), de sorte que la machine
(1) est apte a réaliser l'intégralité du procédé de métallisation de la cavité.



